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FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization fr stand
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the e g fields. To
this end and in addition to other activities, IEC publishes International 3ta shni Specifications,

a |zat| comprising

Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides {k e y to as “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; I Comprittee interested
in the subject dealt with may participate in this preparatory wgrk governmental and non-
governmental organizations liaising with the IEC also participate_in IEC)collaborates closely
with the International Organization for Standardization (ISO ditions determined by

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical m & as possible, an international
ittee has representation from all

3) IEC Publications have the form of recommagdatiaps\for in i and are accepted by IEC National

Publications is accurate, IEC cannot be i he way in which they are used or for any
misinterpretation by any end user.

4) In order to promote interngtional uniformi \ Gommittees undertake to apply IEC Publications
transparently to the maxi i ational and regional publications. Any divergence
between any IEC Publication agd the corresponding nationjal or regional publication shall be clearly indicated in
the latter.

5) IEC itself does nof\provide any ‘afte ion of\confoymity. Independent certification bodies provide conformity
assessment ser i 3 € ss Ao IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any
services carried oug By mds \ i i

6) All users should ensure t€st edition of this publication.

7) No liability shall a tac itS\directors, employees, servants or agents including individual experts and
members of i ses and IEC National Committees for any personal injury, property damage or
other damagqe o Spever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expense e publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
Public

8) Attention X ofmative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensableNor the cqrrect application of this publication.

9) Attention is drawn e possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

The main task of IEC technical committees is to prepare International Standards. However, a
technical committee may propose the publication of a technical report when it has collected
data of a different kind from that which is normally published as an International Standard, for
example "state of the art".

IEC TR 60068-3-12, which is a technical report, has been prepared by IEC technical
committee 91: Electronics assembly technology.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 2007 and constitutes a
technical revision.
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This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous
edition:

e the content has been adapted to the state-of-the-art of reflow-oven technology and
termination finishes;

e minor language adjustments were performed.

The text of this technical report is based on the following documents:

Enquiry draft Report on voting
91/1158/DTR 91/1177/RVC

Full information on the voting for the approval of this technical reporhtan beNound in the
report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the 1ISO/I

A list of all the parts in the IEC 60068 series, under the b onmental testing,
can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this publicatio ¢main unchanged until
the stability date indicated on the IEC websi :/Iwebstore.iec.ch"” in the data

e reconfirmed,
e withdrawn,

e replaced by a revised jon,

=
N
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ENVIRONMENTAL TESTING -
Part 3-12: Supporting documentation and guidance —

Method to evaluate a possible lead-free solder
reflow temperature profile

1 Scope

This part of IEC 60068, which is a technical report, presents two approag
a possible temperature profile for a lead-free reflow soldering process
paste.

[

r establishing

This process covers a great variety of electronic products, incl 8 of package
sizes (e.g. molded active electronic components, passive camponent dmechanical
components).

Study A addresses requirements needed in the proddctio eliabjlity electronic control

units (ECU), as for example in automotive _electfonics.
measurement and production tolerances,

requirements include

Study B represents consumer electroni
design and package sizes.
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AVANT-PROPOS

1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisatio

objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions
de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, '|EC — entre autres activité

travaux desquels tout Comité national intéressé par le su1et
|nternat|onales gouvernementales et non gouvernementales rtial

2) Les deC|S|ons ou accords offlmels de I'lEC concernant e

3) Les Publications de 'lEC se présentent sou
comme telles par les Comités nationaux deg

4) Dans le but d'encourager I'
mesure possible a applique

ité et, dans certains secteurs, accedent aux marques de
aucun des services effectués par les organismes de certification

cas¥de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque
] &S gu indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais de justice) et les
dépenses e'cont deNla publication ou de l'utilisation de cette Publication de I'lEC ou de toute autre
Publication de~IEC, oW au crédit qui lui est accordé.

8) L'attention est attirég gur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

9) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de I'lEC peuvent faire
I'objet de droits de brevet. L’IEC ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits
de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La tache principale des comités d’études de I'lEC est I'élaboration des Normes internationales.
Toutefois, un comité d’études peut proposer la publication d’un rapport technique lorsqu’il a
réuni des données de nature différente de celles qui sont normalement publiées comme
Normes internationales, cela pouvant comprendre, par exemple, des informations sur I'état de
la technique.

L'IEC TR 60068-3-12, qui est un rapport technique, a été établie par le comité d’études 91 de
I''EC: Techniques d'assemblage des composants électroniques.

La seconde édition annule et remplace la premiére édition publiée en 2007 et constitue une
révision technique.
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Respectant I'édition précédente, cette édition inclut les importants changements techniques
suivants:

e Le contenu a été adapté a la technologie de pointe des fours de refusion et des
terminaisons étamées.

e des modifications linguistiques mineures ont été apportées

Le texte de ce rapport technique est issu des documents suivants:

Projet d’enquéte Rapport de vote

91/1158/DTR 91/1177/RVC

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute informay
abouti a I'approbation de ce rapport technique.

e vote ayant

stabilité indiquée sur le site web de
relatives a la publication recherchée.

e reconduite,
e supprimée,

e remplacée par une édj

9,

e amendée.
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Méthode d'évaluation d'un profil de température possible
de brasage sans plomb par refusion

1 Domaine d'application

La présente partie de I'lEC 60068, qui est un rapport technique, présente deux approches

L'étude A traite les exigences nécessaires pour i S ités de commande
électroniques (ECU, Electronic Control Unit i par exemple pour
I'électronique automobile. Ces exigences con ances de mesure et de
fabrication.
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